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１．概要（Summary） 

導電性金属ペーストは、マイクロメートルサイズの導電

性金属微粒子とバインダーと溶剤から構成される混合物

である。これらの金属ペーストはパターニングした後、熱

硬化させることで導電性硬化膜を得ることができ、得られ

る硬化膜は太陽電池の集電電極やタッチパネルの引き出

し配線等で応用され実用化されている。一方、これらの金

属の硬化膜中の導電メカニズムの基礎的な知見に関する

報告例は少なく、例えば硬化膜中のフィラーの分散状態

が、硬化膜の導電性にどのように影響するのかなどにつ

いてはあまり知られていない。 

 本研究は、金属ペーストから得られる導電性硬化膜中

のフィラーの分散状態が導電性に与える影響について解

明することを目的とし、導電性硬化膜の断面観察によるフ

ィラーの分散状態評価をおこなった。その結果、塗布膜

厚の違いにより、硬化膜中に形成される空隙の度合いが

異なり、また、空隙の多い硬化膜は導電性が悪いことが明

らかになった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

FIB-SEM 

【実験方法】 

銅粒子とバインダー樹脂を配合した後、ロールミル処理

をおこない金属ペーストを作成した。得られた金属ペース

トを、シリコン基板上に 30 m と 50 mの膜厚にそれぞ

れ塗布した後、ホットプレート上で 150 ℃×15 minにて

加熱をおこない、導電性硬化膜を得た。得られた硬化膜

の４端針法による体積抵抗率の測定、及び、FIB-SEM

（Helios NanoLab 600i）を用いて、収束イオンビーム

（FIB）による硬化膜断面の平滑加工を行った後、SEM

による断面観察をおこなった。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に金属ペーストの塗布膜厚を変更して形成した

導電性硬化膜の断面 SEM 像を示す。Fig. 1 中の（i）お

よび（ii）はそれぞれ 30 mおよび 50 mで塗布した硬化

膜の断面 SEMである。 

 

Fig. 1 Cross-section image of electrically 
conductive adhesives. 

 

 30 ｍで金属ペーストを塗布し形成した硬化膜（i）は、

50 mで塗布し形成した硬化膜（ii）に比べ硬化膜中に空

隙が多数発現することが確認された。また、体積抵抗率を

比較すると、硬化膜（i）よりも硬化膜（ii）の方がより低い体

積抵抗率を示した。この結果は、空隙の発生が導電性に

対して何らかの影響を与えていることを示唆している。 

今回のFIB-SEMによる構造解析から、金属ペーストの

塗布膜厚により、硬化膜の内部構造が変化することがわ

かった。また、この構造の変化は、導電性に対してなんら

かの影響を与えているものと推察される。今回の結果は、

導電性ペーストの導電性メカニズムの解明のための重要

な指針になると考えられる。 
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